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Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliğinin SPK Tarafından Onaylanması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir 
Açıklama mı ?

Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.05.2023

İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000

Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son 
Geçerlilik Tarihi (Yeni)

31.12.2027

Tadil Edilecek Ana Sözleşme 
Madde No

6

SPK Başvuru Tarihi 30.05.2023

SPK Başvuru Sonucu ONAY

SPK Onay Tarihi 01.06.2023

Konunun Gündemde Yer Aldığı 
Genel Kurul Tarihi

09.06.2023

Ek Açıklamalar

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL'na artırılması ve bu kapsamda Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 ncı 
maddesinin değiştirilmesine izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığımız başvuru, SPK'nın 01.06.2023 
tarih ve 38057 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmış olup, SPK onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte verilmektedir.

Söz konusu Esas Sözleşme tadil metni, Ticaret Bakanlığından da izin alınmasını takiben 09.06.2023 tarihinde yapılacak Olağan
Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 EGSER-SPK Onaylı Madde Tadil Metni.pdf
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Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz.


